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有机高分子聚酰亚胺材料，具有优良的耐热，机械和极佳的耐低温性能；其优良的介电性能使其作为

高端绝缘材料获得了广泛的应用；其结构设计的灵活性可以保证它与金属或陶瓷的热膨胀系数相当，从而

满足与金属或陶瓷的复合；在许多的应用领域中，聚酰亚胺已经展示出难以替代的作用。

聚酰亚胺是至今为止综合性能最好的绝缘材料，聚酰亚胺薄膜（PI 膜）是其主要的应用形式，且最早

商业化的一种，作为电气绝缘膜材料，广泛应用于航空航天、轨道交通、电子信息产业、医疗卫生、原子

能、膜分离技术等各个领域。由于其价格昂贵，技术壁垒高，性能优异，俗称称为“黄金薄膜”。聚酰亚胺

薄膜与碳纤维、芳纶纤维一起，被认为是制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。

聚酰亚胺膜材料，最早由美国杜邦公司在上个世纪60年代开发及商业化，随着电子信息产业高速发展

及行业规模的扩大，聚酰亚胺膜材料的需求最近十年来呈现井喷。中国已经成了聚酰亚胺微电子膜材料的

最大应用市场。微电子级聚酰亚胺膜材料，在电子信息产业中的主要应用于挠性覆铜板（FCCL）的绝缘基

材，而挠性覆铜板又是轻薄短小电子元器件的最主要的基材，其应用的快速扩大，特别是手机、消费类电

子设备以及车载电子的快速增长，对聚酰亚胺电子级膜材的需求将持续扩大。

有统计表明，2015 年，包括挠性覆铜板（FCCL）在内的全球电子级聚酰亚胺薄膜需求量超过10000 吨，

其中国内电子级PI薄膜需求约为3200 吨，然而，FCCL下游柔性电路（FPC）的中国产能不到世界产能的20%

的话，未来几年的FPC产业集聚中国会带来国内电子级PI薄膜需求的紧缺，其实目前国内市场已经出现电子

级PI薄膜断货现象，关系到FPC产业节点就会到达2-3千亿的市场。未来十年，可以说谁主导了电子级聚酰

亚胺膜的产业节点的主动，谁就有电子信息产业的话语权。

但是，能满足轻薄短小的电子元器件要求的高性能聚酰亚胺膜材料，产业技术几乎完全被美国杜邦、

日本宇部、日本中渊及韩国SKC企业垄断，大多数聚酰亚胺原材料、技术和产品对我国实行封锁。可以说，

中国信息产业的源头基处主材之一的聚酰亚胺膜完全受制于国外，是悬在中国人头上的一把剑。因此，大

力发展中国的聚酰亚胺相关产品实现进口替代，降低我国微电子产业的整体风险，意义巨大。

我国聚酰亚胺研发起步也很早，几乎也是在上个世纪 60 年代开始聚酰亚胺材料的工业应用。但是，这

么多年过来了，还没有一家聚酰亚胺膜材料公司生产的产品可以满足常规电子级挠性覆铜板基材的要求，

投入比较早的山东万达，深圳锐华泰等国内民营企业，虽然有了一定规模的聚酰亚胺膜的生产能力，但产

品性能还不能满足微电子用挠性覆铜板对性能的要求。

最近几年，特别是国内时代新材，于 2009年起步建设聚酰亚胺膜生产基地，通过 8 年的投入，引进两

条国际先进的聚酰亚胺膜材产线（不含工艺技术），但是由于对系统工艺技术掌握程度的欠缺，单靠时代新

材单方面的封闭式发展模式，局限性很大。另外，丹邦科技聚酰亚胺于 2015 年前后也引进了日本产线，但



一直未能产出合格聚酰亚胺膜材，2016年，桂林电科所也启动了自行开发设备和工艺技术，瞄准高性能微

电子聚酰亚胺膜的市场。

成都是中国电子信息产业的重要基地，多年的发展，软件业非常成功，但是硬件特别是上游电子材料

的发展滞后于华东和华南。比较成都和华东华南的情况，我们很清楚可以发现成都在上游电子材料的优势

突出，有众多的高校，国防军工的基材，而且成都多吉昌新材料股份有限公司，2011 年开始挠性基板（FCCL）

的产业开发，新津基地已经完成了技术定型，且开始量产，是成都发展挠性电路起步最早标准最高的企业，

产品在业内已经形成一定的实力。

大力投入成都的聚酰亚胺膜材产业技术的发展，可以预见，5 到 10年的时间，成都将成为电子信息产

业软硬件的庞大的产业基地，发挥产业集群的优势，成为中国乃至世界的信息产业的中心之一，奠定未来

人工制造时代的成都地位。

可以预见的是，一张膜，将给成都的信息产业带来千亿甚至万亿级的产业效应。

在这样的形势下，成都市新材料产业创新发展联盟应积极配合政府，做好聚酰亚胺膜材产业服务，挖

掘本地资源，发挥内部潜力，积极引进国外人才及资源，为实现成都电子信息产业的新飞跃做出贡献。


